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半導体市場は、AIの進化、量子コンピュータ、IoTといった技術革新

を牽引役に、驚異的な成長を遂げています。その市場規模は2030

年には1兆ドルに達するとも予測されており、世界経済や産業の根

幹を支える重要な分野であることは言うまでもありません。

こうした中、世界中の半導体工場が稼働を続け、半導体製造装置

の累積台数が増えるほど、当社が属する半導体製造アフターマー

ケット市場も着実に拡大していくと考えています。

当社は、エンジニアリングとデジタル化（プラットフォーム）の両面から半導体工場のサプライチェーンを支え、

工場の安定稼働に貢献してまいりました。私たちは、日本の半導体産業、ひいては日本のものづくりの復権

に貢献するという強い使命感を持って活動しています。半導体産業が日本の産業競争力を再び世界に示

す原動力となるよう、挑戦を続けてまいります。今後とも、当社の挑戦と成長にご期待いただき、変わらぬご

支援を賜りますようお願い申し上げます。

株主の皆さまへ

代表取締役社長 榎並大輔
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エグゼクティブサマリ

当３Qは大型装置案件の搬出順序のバラつきにより進捗は抑制的に推移。通期では年度計画通りに進捗見込み

3

2025年11月期 ３Q累計実績

売上高

営業利益

経常利益

３Q累計実績

6,929 百万円

209.1 百万円

198.0 百万円

対上限値

進捗率

83%

57%

56%

年度計画 ※

8,366 百万円

366 百万円

356 百万円

※年度計画は上限値を記載しております。

※2024年11月期は非連結のため、参考として単体数値を記載しております。

3Q累計売上高は、前年同期比+78%成長、年度計画対比83%の進捗、

3Q累計営業利益は、前年同期比+239%成長、年度計画対比57%の進捗、で推移

通期では年度計画通りに進捗見込み

28%

4Q見込み※

18%

16%

(※前3Q累計 3,885 百万円)

(※前３Q累計 61.6 百万円)

(※前３Q累計 29.2 百万円)

70%超
累積見込み

(1Q+2Q)

18%

83%

60%

56%

57%

3Q累計実績

計画通り

進捗予定

計画通り

進捗予定

計画通り

進捗予定
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当3Qの事業トピックス

①韓国法人事業展開 ②人材プラットフォーム事業展開

TMH Inc.

(日本)

◼ 2025年7月15日 韓国平澤市に

当社初の子会社を設立

◼ 韓国大手半導体メモリメーカーの入札により

韓国法人で初受注済

◼ 韓国での装置調達・販売体制を強化し、

エンジニアリング力を活かした装置販売と越境EC「LAYLA」の

展開拡大を図る

①韓国法人事業展開 ②半導体メディアサイト(人材PF)事業展開

◼ LAYLA-HR（2024年12月）

◼ SEMICON.TODAY（2025年7月）

・半導体業界に特化したメディアサイトで、世界中の半導体産業に 

関する最新動向、業界リーダーの発言・動静、各国政府の政策

方針、統計データ、など幅広いトピックを提供

◼ SEMICON India 2025へ出展予定（2025年9月）

・現地の生の情報をリアルタイムに発信

概要

ビジネスモデル ビジネスモデル

韓国大手

半導体

メモリメーカー

TMH

KOREA
海外顧客

装置・部品

仕入

支払 入金

LAYLA

輸出

国内顧客
装置を分解し、

高利益で販売

主に

装置販売

部品販売

概要

LAYLA-HR

SEMICON.

TODAY

半導体企業

LAYLA-HRとSEMICON.TODAYが有機的に結合することで、

人材プラットフォーム利用者の拡大を狙う

人材エージェント

サイト閲覧者

韓国内で半導体製造装置・部品を調達し、

主に装置を海外へ販売、主に部品を親会社通じて日本国内で販売

閲覧・登録

求人情報

半導体採用情報

サイト閲覧

利用者の拡大

国内サプライチェーンの強靭化

人材情報の閲覧・スカウト

採用情報の閲覧・

オファーの受領

人材情報の閲覧・

スカウト

完了

完了

進捗中
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01 2025年11月期 第３四半期連結業績説明

02 当社事業の概要

AGENDA
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1. 会社概要

2. 事業内容

3. 市場環境

4. 競争優位性

5. 成長戦略
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FY2025年の事業方針

6

シェア拡大によりメンテナンス業界の地位確立

・岩盤事業の安定成長（越境ECプラットフォーム等を活用した部品販売・修理サービス）

・規模拡大によるシェア拡大（エンジニアリング力を活かした装置販売サービス）

新規事業推進による「未来創造」

・グローバル企業とのアライアンス強化による海外販売力及びエンジニアリング力の向上

・新たなプラットフォーム事業開始による半導体産業への貢献

基盤構築による効率化推進

・AI活用による生産性の向上

・業務改善に関わる社内システムの導入

SEIZE THE FUTURE
FY2025は「SEIZE THE FUTURE」を目標に、シェア拡大と新規事業への積極的な取り組みにより

業界の地位を確立する目標を設定！「未来を創る」と同時に「市場を奪取する」

FY2025事業方針
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通期業績予想

外部環境への適応、内部環境の変革により、売上高、経常利益ともに過去最高を目指す

7

装置販売サービス及び部品販売・修理サービスの増加により

FY2025売上高は83.6億円（YoY +39%）、経常利益は3.5億円（YoY+16%）と予想

通期

FY2024

実績※

FY2025

下限

FY2025

上限

YoY

増減額

YoY

比率

売上高 6,017 7,871 8,366 +2,349 +39%

営業利益 323 296 366 +42 +13%

経常利益 306 286 356 +50 +16%

当期純利益 272 192 240 -31 - 12%

1,747

6,017

8,366

116 272 240

FY2023 FY2024 FY2025

売上高 当期純利益

FY2025年の上限値は、当社の想定する年間業績予想となります。下限値は、2025

年11月における大型案件の売上が翌期にズレた場合における下限値となります。

AI半導体市場の拡大、キオクシア上場、JASM(TSMC)竣工など明るいニュースがある一方、中国

半導体市場の投資抑制など濃淡のある市場環境のある中、海外企業との提携によるエンジニアリ

ング強化や新たなプラットフォームLAYLA-HR稼働により事業強化を目指す

(単位：百万円)

※2024年11月期は非連結のため、参考として単体数値を記載しております。
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業績予想に対する進捗率

当３Qは大型装置案件の搬出順序のバラつきにより進捗は抑制的に推移。通期では年度計画通りに進捗見込み

8

売上高

1

営業利益

2

経常利益

3

(単位：百万円)

6,017

323

通期予想

296~366

前年通期※

３Q累計実績

当年通期

前年通期※

３Q累計実績

当年通期

前年通期※

３Q累計実績

当年通期

306

通期予想

286~356

通期予想

7,871~8,366

売上高は、エンジニアリングを活用した装置販売の伸長により、当３Q累計で前年通期実績を上回る

利益は、大型装置案件の搬出順序のバラつきにより進捗は抑制的に推移
通期では計画通りに進捗見込み

6,929

209.1

198.0

計画通り

進捗予定

計画通り

進捗予定

計画通り

進捗予定

※2024年11月期は非連結のため、参考として単体数値を記載しております。
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2024年11月期

３Q末 ※

2025年11月期

３Q末

YoY

増減率

未来の業績に関する指標 装置販売サービス 受注残総額 6,617 1,680 -75%

(越境ECプラットフォーム)

部品販売・修理サービス売上高
668 765 +15%

(エンジニアリング)

装置販売サービス売上高
3,212 6,161 +92%

従業員一人当たり売上高 102 169 +65%

従業員一人当たり純利益 0.7 3.3 +347%

KPI

過去の業績傾向に関する指標

（累計）

生産性に関する指標

（売上高・純利益は累計）

KPI（事業）

３Q単位での比較では、売上高拡大に伴う生産性指標が大幅に向上

9

(単位：百万円)

受注残とは受注契約から将来に期待される収益の総額を意味しております。つまり、受注残が積みあがることは将来の業績への寄与が見込まれることになります。

前3Q末の受注残は、前4Qに装置販売が集中したことにより高水準

これに対し、当3Q末の受注残は、当2Qに装置販売が集中した影響で減少

4Q～来期に向けて受注積み増しを推進中

※2024年11月期は非連結のため、参考として単体数値を記載しております。
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KPI（財務）

株式上場に伴う増資、当期利益の計上により自己資本比率は大幅に向上

10

大型装置販売に係る前受金減少や仕入支払い等により、現金及び預金は一時的に減少も、

株式上場に伴う増資、当期利益の計上により自己資本比率は大幅に向上

(単位：千円)

※2024年11月期は非連結のため、参考として単体数値を記載しております。

FY2024

期末 ※

FY2025

3Q末

YoY

増減
特筆事項

124.1% 176.4% +52% ・主に契約負債(前受金)の減少による増加

20.5% 43.4% +23% ・契約負債の減少および純資産の増加による増加

37.8% 54.8% +17% ※上記自己資本比率から前受金部分を除いた実質自己資本比率

FY2024

期末 ※

FY2025

3Q末

YoY

増減
特筆事項

流動資産 3,551,839 2,758,754 -793,085

現金及び預金 2,562,456 864,907 -1,697,549
・大型装置販売に係る前受金減少

・大型装置販売の仕入支払いによる減少

棚卸資産 447,802 1,107,412 659,610 ・一部大型装置案件の搬出順序のバラつきによる増加

固定資産 265,344 272,037 6,693

総資産 3,817,184 3,030,792 -786,392

流動負債 2,861,694 1,563,525 -1,298,169

買掛金 803,513 722,146 -81,367

契約負債 1,748,807 628,691 -1,120,116 ・大型装置販売の当期売上計上に伴う減少

固定負債 173,724 151,583 -22,141

純資産 781,766 1,315,683 533,917
・株式上場に伴う増資等による増加

・当期純利益の計上による増加

貸借対照表

流動比率

自己資本比率

主要KPI

実質自己資本比率
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事業進捗

シェア拡大は大幅に進捗、プラットフォーム構築や基盤整備も順調に進捗

11

SEIZE THE FUTUREの達成に向け、各施策が順調に推移

未来に向けた種まきと土壌の整備が順調に進捗

2025年11月期目標と進捗状況

大幅に進捗中 順調に進捗 順調に進捗

シェア拡大

メンテナンス業界地位確立

新規事業推進

「未来創造」

基盤構築による

効率化推進

提携強化

新プラットフォーム開始

AI活用

システム改善

• 韓国市場開拓：韓国に子会社

設立完了、販売拡大を狙う

- 韓国装置メーカー代理店

- メモリメーカーからの装置入札

• インド市場開拓：商談フェーズ

進捗中

• その他、事業拡大に向けた提携

戦略進行中

半導体人材不足を解消するた

めの半導体人材プラットフォーム

の構築を推進中

• LAYLA-HR第1弾ローンチ

• 半導体業界の新規メディア

  SEMICON.TODAYローンチ

以下PJにて推進中

• 戦略策定

• 成果物の精度向上

• 社内知識ナレッジ蓄積・活用

• 会議運営の効率化

• 基幹システム間の連携強化

販売先も仕入先も

海外が拡大見込み
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会社概要

14

会 社 名 株式会社TMH

代表取締役社長 榎並 大輔

所 在 地 大分県大分市下郡北3-14-6

設 立 2012年3月9日

従 業 員 数 41名（2025年8月末時点、連結ベース）

資 本 金 ２億9909万円（2025年8月末時点）

事 業 内 容

半導体製造フィールドソリューション事業

（装置・部品の販売・修理、越境ECサイト

LAYLA-ECの運営）

事 業 所
大分本社・中部支店・関東支店

・東北出張所・九州支店（熊本）

海 外 子 会 社 １社（大韓民国 平澤市）

大分本社

九州支店（熊本）

東北出張所

中部支店

関東支店

国内５拠点＋韓国 に展開

TMH KOREA Inc.
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マネジメントチーム

半導体製造装置の専門家が不足するなか、半導体・サプライチェーンの専門家にて構成

15

榎並大輔 Taisuke Enami

代表取締役

CEO 

香月賢一 Kenichi Katsuki

取締役 COO

関真希 Maki Seki

取締役 CFO

早稲田大学卒業後、株式会社東芝に入社。

東芝在籍中にサプライヤー管理に課題を感じ独立。

創業以来連続増収を実現。

2020年には大分県から地域牽引企業として選定

株式会社東芝入社後、20年以上購買・調達に従事。2012年には

東芝本社調達部の集約部材に配属。年間数十億円のコストダウン

や改善を実現。2016年にTMHに参画

野木村修 Osamu Nogimura

社外取締役

名古屋大学卒業後、日立製作所に入社。

ルネサステクノロジ生産本部長、ルネサスエレクトロニクス執行役員

生産本部本部長、ルネサスセミコンダクターパッケージ&テストソリューションズ

代表取締役社長を歴任。一貫して半導体製造部門に従事

大手事業会社、デロイトトーマツコンサルティング社にて経営改

革に従事。グローバルコスト構造の可視化、M&A等サプライチェ

ーン観点から多数のプロジェクトに従事。2015年にTMHに参画
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会社紹介

半導体市場において半導体工場の稼働を様々なかたちで支援するリーディングカンパニー

16

半導体業界が直面する様々な社会課題を解決する

リーディングカンパニー

巨大な

半導体業界

ニッチトップ

かつ

高成長

領域

半導体製造装置の延命

メンテナンスコストの軽減

提供する価値 特徴
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当社が必要とされる背景

老朽化した半導体工場には、多様なサプライチェーン課題が山積した状態

17

調達の課題

製造の課題

物流の課題

◼ 日本の工場の多くは陳腐化・老朽化が進み、レガシー半導体製造装置が多く、部品の調達が困難

◼ レガシー半導体製造装置部品の調達は、属人的な調達手法が中心（デジタル化の遅れ）

◼ IoT（Internet of Things）により急速な需要の高まりにより、旧型装置の需要が継続

◼ 長期的な国内半導体市場の低迷により、エンジニア人材が枯渇

◼ レガシー半導体工場では設備保全の属人化が常態化、装置トラブルが品質問題や大規模な納期遅延に発展

◼ 部品取りのために購入した旧型装置の保管が常態化することで生産スペースを圧迫

半導体製造に関する多様な課題を解決し、

⽇本のものづくりの復権を⽀えます

当社が目指す未来
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業績推移

トップライン拡大に注力し、アフターマーケット市場のリーディングカンパニーとしての地位を確立を目指す

1818

45 
139 

263 

461 
588 

684 

835 883 
1,003 

1,110 

1,698 1,747 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2025

6,017

2024

売上実績

(単位:百万円)

税引前当期純利益実績

（年度）
11月決算

(単位:期)

トップライン拡大に注力

創業以来13期連続増収への挑戦

6
217 117

306

8,366

356

（予想）
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事業内容 ～半導体製造フィールドソリューション事業の概要～

トータルソリューションの提供により、半導体工場の稼働を支援

20

半導体工場へのトータルソリューションサービスを提供

2024年11月期実績

エンジニアリング力を活用した装置販売サービス

装置解体、移設、搬出、プロセスチューニング、立上げサービスを提供

売上構成比

８５％

【サービス内容】

✓ 専門性が必要な装置の解体から搬出まで一気通貫でのサービス提供

✓ 旧型装置のプロセスチューニングによる歩留まりの改善

【実績】

✓ 大手米国半導体メーカーからサプライヤーアワード受賞

✓ 過去の実績を持つ信頼性（半導体製造装置の取引、100台超）

越境ECプラットフォーム等を利用した部品販売・修理サービス

世界中の半導体製造装置・部品の売買にプラットフォームを活用

売上構成比

１５％

【サービス内容】

✓ 希少部品の供給

✓ 幅広い修理サービスの提供

【実績】

✓ 200社超の優良なグローバルサプライヤー（多種多様なメンテナンスや部品供給）

✓ 31.5万点超のアイテム数、50%超の国内半導体工場が導入済み

2024年11月期実績

１

2
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ビジネスフロー

ECプラットフォームとエンジニアリングを融合し、半導体工場の持続的な稼働を支援

21

仕入

修理依頼

部品販売・修理

サプライヤー

半導体工場

装置購入(解体）

装置販売(搬出・設置)

・プラットフォーム

(越境EC: LAYLA-EC)

・独自の情報網

半導体製造サプライチェーンの

多様なソリューションを提供
中古装置の購入・解体・搬出・

設置・メンテナンスを

一気通貫サポート
希少な部品の仕入や、

修理サービスを依頼

部品引取(修理品)

・エンジニアリング

装置販売・立上・移設等

◼ 世界中のエンジニアリング会社やサプライヤーと協業し、部品の修理や販売、歩留まりの改善、

不要装置・部品の買取など、お客様の課題に対して幅広いソリューションを提供

◼ LAYLAでは世界中の装置・部品のデータを集積し、半導体製造装置の調達プロセスを効率化

半導体工場における半導体製造装置の効率的な運用と持続可能性に貢献

１

2
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顧客

越境ECサイトを活用した圧倒的な調達力により、国内の半導体メーカーとの直接取引を拡大

22

2024年度11月実績

42
52 60 66

75 78
83

175

222

249

285

337

368

400

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

半導体メーカー 取引顧客数(商社等含む)

国別クライアントマップ

取引実績

◼キオクシア

◼テキサスインスツルメンツ

◼ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング

◼ルネサスエレクトロニクス

◼ SUMCOグループ

◼東芝グループ

◼ラピス 他

米国

26社

日本

248社

中国・台湾

52社

新嘉坡

5社

欧州

37社

顧客数推移

◼ 顧客数は半導体メーカー（拠点数）で70拠点超。その他顧客も含めて全ての取引顧客数で300社超

◼ 国内ほぼすべての半導体メーカーと直接取引

◼ 越境ECサイト「LAYLA-EC」の展開も加わり、海外半導体メーカーとの取引も拡大し売上拡大に寄与



D
o

cu
m

e
n

t 
T
ra

ck
e
r

©2025 TMH Inc. All Rights Reserved.    Confidential

LAYLAが提供する価値

世界中の実在庫が可視化できるプラットフォームを確立

23

◼ 従来の調達方法では困難だった実在庫の可視化を実現し、

半導体製造装置の調達活動を効率化できるプラットフォームを提供

老朽化した製造装置の部品調達が困難 半導体工場のDX化に貢献

◼ 調達担当者が、必要な情報を各社に個別で問い合わせ

なければならないため、必要な情報が限定される

◼ 従来の調達方法では納品まで、時間、コストが

かかりすぎる

◼ 調達ルートが限定されてしまうため、

独自に調達ネットワークを確立する必要がある

◼実在庫を24時間365⽇確認可能

◼ 可視化された実在庫の価格、納期、保証期間、
状態まで確認可能

◼ TMHが販売窓口として機能するため、エンドユーザーが

安心して購入できる環境を実現(安心保証)

LAYLA従来の調達方法

１

商品数31.5万点超

世界中の

点在している

部品を集約
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952

1099

1231

1345
1406

1445

1545

1702

1977
2048

2108
2148

2235
2283

2333
2367

24052449

2508

2643

22, 
03

22, 
05

22, 
07

22, 
09

22, 
11

23, 
01

23, 
03

23, 
05

23, 
07

23, 
09

23, 
11

24, 
01

24, 
03

24, 
05

24, 
07

24, 
09

24, 
11

25, 
02

25, 
05

25, 
08

継続的に成長するLAYLA-ECのユーザー数

LAYLA-ECのユーザー数は拡大傾向、主要ユーザーは日本、一方で海外のユーザーも多く登録

24

ユーザ数ーとは、LAYLAに登録されている国内・海外全ての購入者・販売者の合計数

ユーザー登録数推移

日本

35%

中国

15%

韓国

12%

台湾

11%

米国

11%

その他

16%

25年8月

2,643
ユーザー

65%が

海外ユーザー

１

国内半導体工場へのLAYLA-ECの導入も加速し、

多数の調達・設備専門家が登録
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レガシー

装置の

買取り

装置

解体

装置

搬出

装置

販売

装置

立上げ

工場

稼働継続

エンジニアリング力を活用した装置販売サービス

半導体工場に稼働支援サービスを提供し、半導体工場から収益を得る

2

◼ 半導体装置の構成や部品の構造などを熟知したフィールドエンジニアが、エンジニアリング会社やサプライヤーと協業し、

歩留まり改善（CIP化等）、不要装置の買取など、顧客の課題に対して幅広いソリューションを提供

◼ 大手半導体メーカーからRegional Supplier Recognition Awardを受賞

レガシー工場

稼働支援

25
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Regional Supplier Recognition Award

世界中の12,000社のサプライヤーのうち、わずか20社のみが受賞対象、優れた技術を持つ証である

26

2

◼ 大手半導体メーカーに、中古の半導体製造装置を販売するだけでなく、立上げ及びプロセスチューニングを装置に施す

ことにより、大手半導体メーカーの生産性改善に大きく寄与し、結果として大幅なコストダウンに。

装置の各種設定や動作

を微調整し、製造する際

の工程の最適化を実施

製品の品質向上

ハイレベルなプロセスチューニング・立上 顧客の品質・コストダウンに貢献

生産効率の向上

歩留まりの改善

微細な構造や高い精度が求められる半導体チップに

おいて、設定を最適化することでエラーや欠陥を減少

プロセスチューニングにより製造サイクルが短縮化、

生産性が改善

歩留まりが向上することで、生産される良品の割合が

増加
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ビジネスフロー 装置売買プロセス

装置売買の前提となる解体作業ノウハウが当社にあることが売買加速に

27

調達

入札 売買契約

物流 販売

解体 輸出 検収 請求

無害化 シャットダウン
ケーブル・配管

取り外し

内部コンポーネ

ントの解体
廃棄・分別

テクニカル

レポート

無害化

ガスラインの遮断と排除

冷却液や他の流体の安全な排除

シャットダウン

装置からの電源切断

バックアップバッテリーの除去

ケーブル・配管取り外し

外部カバーの取り外し

配管やケーブルの取り外し

内部コンポーネントの解体

モジュールや部品の個別の取り外し

廃棄・分別

再利用可能材料の分別

有害物質の適切な処理

リサイクル廃材の適切な処分

テクニカルレポート

作業の詳細な記録

インシデント報告

2
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20年超

29%

10年超

12%

5年超

18%

5年未満

29%

未経験

12%

エンジニアリング力を活用した装置販売サービス

高度な知見と多彩なバックグラウンドを有した専門家チーム

28

2

◼ 当社は、中堅からベテランまでの半導体製造のプロフェッショナルが厚く在籍

◼ また社員の6割以上がバイリンガル人材で構成されており、現地の商慣習にも精通

社員の言語別構成比半導体業界の在籍年数

出所：2024年11月末時点（管理部門を除く）

大手半導体メーカー

/装置メーカー出身

のベテラン層

装置メーカーのFEなど

特定の領域に

専門性の高い中堅層

日本語のみ, 

34%

バイリンガル

以上, 66%

英語

39%

中国語

39%

韓国語

13%

その他

9%

半導体に強い国の言語で構成
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世界の半導体市場規模

2030年には全世界の市場規模が約150兆円にも成長することが見込まれている

30

出所：
一般社団法人日本半導体製造装置協会 半導体・FPD製造装置 需要予測 2025～2027年度、WSTS 2024年春季半導体市場予測

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

2005 2010 2015 2020 2021 2022 ・・・ 2030

世界の半導体市場予測

72兆円
(0.5兆ドル)

単位：億ドル

AI

145兆円
(1兆ドル)

◼ AI、5G、電気自動車、量子コンピュータ、あらゆるテクノロジーに半導体は使われており、半導体の用途は多様化し、

近年市場が急激に拡大
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当社の事業背景 ～世界市場における旧型半導体製造装置の重要性～

「最先端装置」だけではなく、多様な用途に適応する「旧型装置」の需要も高い

31

AIや最新テクノロジーの進歩により、高性能な最

先端半導体が必要とされ、半導体の進歩なしでは

文明の進歩もないという状況

官民協力で、先端半導体開発に数兆円規模の投資

が進んでいる（Chips法、経産省補助金、TSMC投

資など）

IoT製品や電気自動車などの消費者に身近な製品

が普及し、半導体の用途が多様化。

低～中程度の性能の半導体の需要も旺盛。

20年以上前に投資された半導体製造装置も現役で

稼働している状態である

旧型半導体製造装置は現在も重要性が高く、装置

の保守（EOL部品の調達、修理、中古装置の購入

や立上・改善など）に対しての投資がグローバル

でなされている

旧型半導体製造装置の保守は、最先端半導体開発と同様に重要なテーマである

最
先
端

旧
型

半導体市場の現状
半導体市場の投資動向
（対応の方向性）
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当社の事業背景 ～レガシー半導体の旺盛～

半導体不足により200mm工場の生産能力が急成長へ、先端企業でもレガシー半導体は主力

32

199

205

214

220

226
229

236

244

170

180

190

200

210

220

230

240

250

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024F2025F

200mm生産能力 工場数

(千枚)

200mmウエハーファブ数と生産能力推移

(Fab数)

(年)

出所：SEMI 2024年9月25日発行, 
「世界の200mm半導体前工程ファブにおける生産能力の推移」

TSMCのプロセス別売上構成

10ナノ以上の市場は、構成比では減少したが、

売上額は巨大なまま

出所：TSMC 開示資料より当社作成
2023年、2024年通期実績

2024

2023

10ナノ以上 7ナノ 5ナノ 3ナノ

6%

18%

42%

31%

19%

17%

33%

34%

2023年：1NTD=4.68円、2024年：1NTD=4.73円
の為替レートにて日本円の売上高を算出
2023年：売上高：約2兆1,000億NTD
2024年：売上高：約2兆8,943億NTD

約10.1兆円

約13.6兆円

約4.1兆円

約4.2兆円
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当社の事業背景 ～メンテナンス市場（部品購入・修理等の保守）の拡大～

新品・中古製造装置の増加とともに、装置を稼働させるためのメンテナンス需要も拡大

33

新品装置とメンテナンス

市場規模

時間

メンテナンス

新規設備投資

新品装置世界販売額

1,074億ドル(22年度)

≒15.5兆円

老朽化工場の割合も増加し、

メンテナンス市場も拡大

（出所）メンテナンス（アフターサービス）の市場規模は、SEMI-NET, 半導体製造装置・ポストセールス市場年鑑より参照

部品情報を集約した越境ECサイトとエンジニアリング力の両方が

社会に必要とされており、両方を満たせるのが当社の強み

21年2.7兆円 ⇒ 24年:4.1兆円

◼ シリコンサイクルと言われる半導体業界の構造的な景気変動サイクルにより、投資に凸凹があるが、一方で世界の

累積工場数は増え続けており、アフターマーケットは拡大し、半導体市場が拡大するなかで、部品の調達が困難に
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国内半導体工場の現状 半導体工場の新旧比較

国内半導体工場の大半が20年以上前に建てられた200㎜以下の工場である

34

出所：半導体工場ハンドブック2025に基づき作成

前工程 デバイスメーカー拠点単位での集計となります。

東日本

老朽化工場

(200mm以下)

新型工場

(300mm)

39 12

西日本

老朽化工場

(200mm以下)

新型工場

(300mm)

24 11

＜200mm / 300mmウエハサイズ工場について＞

ミリとは、半導体チップを製造する材料であるウエハの直径サイズを意味しております。

200㎜ウエハは、過去に広く使われてきた標準的なサイズですが、現在では生産効率の高いより

大きな300㎜のウエハが主流になっております。200㎜ウエハを使っている工場は、古い技術を

使っていることが多く、レガシー工場と呼ばれることがあります。
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国内半導体工場の現状 半導体業界の人手不足

半導体業界は深刻な人手不足

35

183,990

159,247
163,152

158,741

144,833
142,760

136,598
134,220

134,140

145,052
146,178

152,260

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

半導体素子製造業 集積回路製造業 半導体製造装置製造業

1 0.9 1

1.9

3.2

4.2
3.8

4.5

7.4

13.1

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

◼ 工業統計調査(経済産業省)によれば、2008年に約18万人だった半導体は2019年には約15万人に迄減少

◼ その一方、半導体人材の需要は急速に伸びており、2022年は2013年比で13.1倍まで需要が加速

◼ TSMC（熊本）、ラピダス（北海道）、マイクロン（広島）など国内投資が加速

日本の半導体人材数 半導体関連のエンジニア求人倍率

（出所）経済産業省「経済センサス活動調査・工業統計調査_2-01_産業細分類別_ 年次 2005年 – 2020年」を基に当社作成
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競争優位性

トータルソリューションと強固な顧客基盤により参入障壁の高い半導体業界に深く参入

37

他社が模倣しにくい独自のポジショニングを確立し、強固な顧客基盤を確立

課題解決を通じて

醸成された信頼関係が、

追加、継続取引へつながる

技術、知識ナレッジの蓄積

顧客との直接取引によって

蓄積されるノウハウと

課題解決力

ポジショニング 高い継続性

ブルーオーシャンで

ニッチトッププレイヤーと

しての市場を創造

他社

当社

情報力

エンジニア
リング力
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技術・知識ナレッジの蓄積

半導体工場の多様な課題に対応することで、顧客にとっての唯一無二の存在に

38

有能な人材の供給

(半導体人材PF) BCP対策

（部品融通PF）

最適価格での売却

（オークションPF）

レガシー/原価低減

(部品・装置調達PF)
装置・部品の延命

（修理）

プロセス

チューニング

装置立上

歩留まりの改善

装置立下げ/

輸出・物流

プラットフォーム力による製造支援1

エンジニアリング力による製造支援2

Value Chain

領域の拡大

調達
製造

物流

◼ 半導体工場の課題解決を通じて様々な案件に触れることにより、ノウハウや課題解決力が向上

◼ 半導体製造に関わる情報集約型企業として安定的な成長へ
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ポジショニングマップ

独自のポジショニングを確立し、ニッチトッププレイヤーとしての市場を創造

39

製造装置メーカー
リペア部門

エ

ン

ジ

ニ

ア

リ

ン

グ

B2B
EC

リファブ
業者

専門商社

リース会社

競合と当社の位置づけ 参入障壁

プラットフォーム力×エンジニアリング力により

独自のポジショニングを確立

プラットフォーム（情報力）

vs リース会社、商社01

02 vs 半導体製造装置メーカー

vs 新規参入03

• プラットフォームを活用したデジタルサービス

を活用した情報力

• 半導体製造装置の立上げやプロセス

チューニングといった高度な支援を提供

• 装置メーカーは先端工場に対して支援が

厚いが、当社はレガシー工場も含めて広く

半導体工場を支援

• 装置メーカーは自社製品のみ取り扱うが、

当社は全ての製造装置メーカーの商材を

扱い、幅広いサービスラインナップを提供

• 半導体製造領域は技術的な知見を必

要とし、また既に日本全国に顧客基盤が

あり多くのシェアを獲得していることから、

参入障壁を高く保持することが可能



D
o

cu
m

e
n

t 
T
ra

ck
e
r

©2025 TMH Inc. All Rights Reserved.    Confidential

高い継続性

取引を通じて醸成された信頼関係が、その後の継続取引やビジネス多角化へ

40

◼ 半導体工場の課題解決を通じて、顧客との信頼関係を構築。既存顧客との取引拡大や利益率の高いアフターサービ

スへと繋がり、顧客との長期的な取引へとつながる。

売上

経過年数

装置

販売

人材

紹介

エンジニアリング

部品

販売

修理

歩留り

改善

プラットフォーム

STOCK
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成長戦略イメージ

中長期的には、新規拠点設置、PF拡張、海外展開を視野に入れ事業拡大を狙う

42

e

25年11月期 人材PF事業
半導体業界に特化した人材PF事業開始

新規事業により新たなニーズを掘起こす

達成済
24年1月～九州（熊本）支店開設

23年7月～LAYLA-Auctionリリース

25-27年 国内拠点拡大
重要顧客の工場稼働に合わせ、拠点を設置

新規顧客の開拓により、売上拡大を見込む

25-30年 海外展開
25年以降、海外進出を本格化

韓国、インド、台湾への進出を皮切りに

世界規模でのポジショニングを確立

3
stage

2
stage

1
stage

完

売
上
高



D
o

cu
m

e
n

t 
T
ra

ck
e
r

©2025 TMH Inc. All Rights Reserved.    Confidential

人材PF事業の推進 ～短期・中期計画 半導体人材PF LAYLA-HR～

半導体業界における人材不足の課題を解決するためのプラットフォーム構築を推進

43

採用HP

半導体業界における採用の専門家としての知識やノウハウを

詳細にドキュメント化し、データベースに蓄積。

AIを活用してこの知識をコアエンジンとする

半導体特化型人材プラットフォーム構想

(LAYLA-HR)

半導体工場

採用HP

採用HP

ダイレクト

スカウト

閲覧求職者

情報

求人情報

(独自)

企業情報 コラム

インターン情報

AI

求人情報

(Web)

ダイレクト

スカウト

登録

新卒セグメント

自動

推薦

DB×AI

他産業/半導体

PROセグメント

登録

システムの動き

ユーザーの導線

１
stage
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既存事業の拡大 ～更なる国内拠点の拡大可能性～

広島、北海道など新たな半導体工場建設が加速

熊本の拠点は、SONYや

JASMと隣接

日本国内に大規模投資が行われるなか、

当社は重要顧客に隣接したエリアに営業拠点を設け市場拡大を狙う！

北海道支店

顧客：ラピダス

東北出張所

関東支店

中部支店

広島支店

顧客：マイクロン

九州支店(熊本)

大分本社

24年1月開始

既存拠点

新設拠点

２
stage
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事業販路の拡大 ～中長期計画 海外展開の進捗状況～

韓国・インドを中心とした海外展開を成長ドライバーとし、柱に事業を強固なものとする

ECを活用した部品販売や修理サービスから、装置販売先の顧客開

拓までを日本と連携し対応

インド市場を 重点営業強化 エリアとして設定

インドは国策として積極的に半導体製造工場の投資を実施、タタGr

と台湾のパワーチップ（PSMC）共同による半導体ファブ建設予定も

あり、旧型装置やメンテナンス需要も高い

2024年にインド顧客開拓を実施。セミコンインディアの出展を皮切り

に市場拡大を狙う。中長期的には海外営業拠点の一つとして検討

潜在力

戦略

３
stage

世界的シェアを持つ韓国大手半導体メモリメーカーが実施する装置

調達に係る入札への参加体制を構築したことを契機に、半導体製

造装置の調達網をグローバルに拡大

韓国市場を 初の海外子会社 拠点として設定

韓国の半導体市場は政府の積極的な支援と民間投資により、今

後も大きな成長が期待。特にAI半導体や次世代メモリ分野での研

究開発が進められ、グローバル市場での競争力強化が図られている

2025年7月15日に韓国平澤市に子会社を設立。韓国における装置

調達およびグローバル販売のさらなる拡大を見据え、エンジニアリング

力を活かした装置販売の強化ならびに、越境ECプラットフォーム

「LAYLA」の展開拡大を狙う

潜在力

戦略

子会社拠点の平澤市は、

韓国大手半導体メモリメーカー工場など

半導体関連工場が集中
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中期的なマージンターゲット

新規事業、販路拡大により事業規模を拡大させながら、利益率向上を目指す

46

◼ 装置販売はシェア拡大を図りつつ、アフターサービスで付加価値を高め、利益率が向上

◼ 部品販売や修理サービス（内製化含む）展開により、利益率の大幅な改善

◼ 人材紹介サービスは高い粗利率を持ち、マッチングプラットフォーム化によりさらに利益率が向上

◼ これまでの実績に基づくさらなる大型案件の受注

◼プラットフォーム等を利用した部品販売・修理サー

ビスや人材紹介サービスの事業成長により収益

性が向上

マージン拡大のための施策

売上総利益率目標

25％

◼売上の拡大に伴い販管費率低下

◼大規模工場の近隣に拠点を展開し、ソリューショ

ン営業を展開することにより、収益性の高いビジ

ネスを実現するとともに、効率化を追求することで

成長期においても経費削減を実現

マージン拡大のための施策

営業利益率目標

15％

2027年11月期のマージンターゲット達成のシナリオ
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エ

リ

ア

・

サ

ー

ビ

ス

の

高

度

化

中期的なマージンターゲットを実現するための施策

市場・サービス拡大によりメンテナンスの価値を昇華させ、売上の継続増収、営業利益15%を目指す

47

Aim 2027

売上連続増収 売上総利益率25%  営業利益率15%

プラットフォームの強化 Platform

技術力の高度化 Engineering

インド市場展開 韓国市場展開日本国内市場深耕

CVD/Etchメーカーの代理店

(韓国企業)

インド半導体工場

アフターサービス展開

環境対策装置メーカーの代理店

(韓国企業)

大手メモリメーカーの入札権獲得

海外装置販売強化

エンジニアリング力を活用した

装置販売・解体・立上げ

基

盤

強

化
プラットフォームを活用したデータドリブン経営

現地法人設立による

地域軸の強化

現地法人設立による

地域軸の強化

国内半導体メーカー向け

エンジニアリングサービス強化

日系大手企業

インド進出アライアンス

国内装置メーカーとの提携

M&A/資本提携も視野にいれた

組織力・事業力の強化

LAYLA-EC

(半導体製造装置・部品のEC)

LAYLA-HR

(半導体人材マッチングPF開設)

SEMICON.TODAY

(半導体ニュースサイト開設)
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APPENDIX

業績予想の前提

48

(単位：百万円)

売上高

装置販売

部品販売・

修理サービス

6,823
～

6,328

8,366
～

7,871

1,535

• 装置販売サービスの上限値は、受注残を基にFY2025の売上見込みを作成しております。

• 下限値は、期末最終月の案件が翌年にズレたことを前提として試算しております。

• 部品販売・修理サービスは、前年実績および営業活動進捗に基づき試算しております

• 半導体工場の稼働が増加することで売上も増加する特性があります。

売上原価

販売費及び一般管理費

営業外損益

• 前年実績及び増加人員や展開計画にあわせて費用を試算しております。

• FY2024より基本的に装置販売サービスのような大型案件は円建て取引とすることで為替

リスクを極小化しています。

• また、部品販売・修理サービスは外貨建て取引があるものの、売上計上と入金及び仕入

計上と支払のタイミングが近いため、影響は軽微なものとして想定しております。

• 装置販売の利益率により、売上原価及び部品販売・修理サービスの販売額に応じて原価

率が変動します。
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本資料の取扱いについて

49

本資料は、株式会社TMH（以下「当社」といいます。）の企業情報等のご案内のみを目

的として当社が作成したものであり、当社の有価証券の投資勧誘等を目的としたものではあ

りません。

本資料に記載されている情報は、現時点の経済、規制、市場等の状況を前提としています。

本資料には、将来の見通しに関する記述が含まれています。これら将来の見通しに関する記

述は、当該記述を作成した時点における情報に基づいて作成されています。これらの記述は、

将来の結果や業績を保証するものではありません。

このような将来予測に関する記述には、必ずしも既知および未知のリスクや不確実性が含ま

れており、その結果、将来の実際の業績や財務状況は、将来予想に関する記述によって明

示的または黙示的に示された将来の業績や結果の予測とは大きく異なる可能性があります。

本資料に記載されている当社以外の企業等に関する情報および第三者の作成に係る情報

は、公開情報等から引用したものであり、そのデータ・指標等の正確性・適切性等について、

当社は独自の検証は行っておらず、何らその責任を負うことはできません。
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